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研究シーズの概要  

本テーマでは、MEMS 材として従来の単結晶 Si ではなく、樹脂材（ポリイミドフィルム）、金属材（チタン）などを用い

ることで、(1)フレキシブルな形態でのMEMSセンサと回路素子との集積化、(2)MEMSセンサと金属構造体との一体化

を図っています。 

研究シーズの詳細  

◆研究例◆  

①樹脂製集積化 MEMS センサ 

 
 

本テーマでは、銅張積層版を MEMS 基板として導入する

ことで、ポリイミドフィルム（樹脂材）上での MEMS センサ

と回路素子との集積化を可能にします。 

 

◆研究例◆  

②ステント一体型 MEMS センサ 

 

 

本テーマでは、MEMS 加工技術を金属板上に展開するこ

とで、機械的強度に長けた金属製構造体（ステント）と

MEMS センサデバイスとの一体化を可能にします。 

応用例・セールスポイント  

想定される用途・応用例 

◆産業および医用気体流量計測評価（流量センサ応用） 

◆自動車、航空機などの輸送機における表面せん断力計測評価（せん断応力応用） 

◆ウエアラブルな形態での運動評価（加速度センサ応用） 

セールスポイント 

MEMS 技術はその名称が示すように境界領域の学問研究分野であり、その特徴は「如何にして面白き組合せを行い、

新しきデバイスを世に生むか」という点にあります。本研究では、この考えに基づき、従来技術に新たに MEMS 技術（例

えば、微細加工技術、フレキシブル材料）を導入し、これまでとは異なったマイクロセンサデバイスを社会に提供します。 
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